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▣ Laser-Assisted Bonding (LAB) 기반 접합 기술
v  Laser-Assisted Bonding (LAB)와 기능성 소재를 기반으로 하여 

디바이스를 기판 상에 접합함.
v기능성 소재는 LAB 공정 동안 솔더의 산화물을 제거하며 접합 공

정 후에는 언더필 역할을 수행함.
v LAB 공정을 통해 디바이스와 기판간 열팽창 계수 차이에 의한 wa

rpage를 제어하며 접합 공정 시간을 단축함.
v기능성 소재를 통해 접합 공정 후 플럭스 잔사와 같은 환경을 저해

하는 공정을 제거함.
v LAB 공정과 기능성 소재를 통해 접합 공정을 단순화시킴.
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▣  기술이전 내용 및 범위
v LAB 및 기능성 소재 적용을 통한 미니LED 기반 패키지 1set 완성

ü 기판, 미니 LED, PD IC는 기술이전을 받는 업체에서 ETRI로 제공함.
ü 접합을 위한 기판, 미니 LED, PD IC의 표면 처리 설계 제공.
ü 11x11 단위 배열로 구성된 디스플레이 패키지 3 set 완성 (E/S)
ü 단위 배열은 각각의 R,G, B 미니 LED 3개와 PD IC (pixel driver IC) 1개로  

구성됨.
ü 상기를 통해 32x32 배열의 디스플레이 1set를 완성함.

v LAB 및 기능성 소재 적용을 통한 미니LED 기반 패키지 양산성 확보
ü 양산을 위한 미니 LED 표면 처리 설계 제공
ü LAB 및 기능성 소재 적용을 통한 상기 패키지의 양산성 확보

v 특허

v 기술문서
ü TM 3건, TDP 1건

관리번호 출원번호 출원일 등록번호 등록일 발명명칭

8082-2015-01214 14/958341 20151203 9853010 20171226
METHOD OF FABRICATING A 

SEMICONDUCTOR PACKAGE
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▣ 기술 개발 현황
v  기술성숙도단계 : 시작품단계
v 개발된 기술(LED 모듈)

PET 기판 상에 접합된 8x20 LED 모듈 접합된 모듈
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▣ 기술 개발 현황
v  기술성숙도(TRL : Technology Readiness Level) 단계 :  ( 6 )단계
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▣  LAB 공정과 기능성 소재 기반 접합 기술의 특징
v 기술의 특징

ü 디바이스와 기판 간의 열 팽창 계수 차로 인한 warpage의 획기적인 감소
ü 매우 짧은 공정 시간으로 인한 높은 양산성 

접합시간: 3초, 기존 기술: 3분 ~ 5분
ü 수세 공정이 없는 친환경 공정

기존 기술: 플럭스 잔사 세척 공정 필요
ü 다양한 이종 디바이스를 한번의 공정으로 접합함.

v 기존 경쟁기술 대비 개량된 부분
• 기술적 측면 : Warpage 절감을 통한 수율 및 품질 향상
• 사업적 측면 : 공정 단순화를 통한 비용 절감, 접합 시간 단축을 통한 

                   양산성 향상

기존 기술로 접합된 모듈의 warpage 레이저 및 기능성 소재로 접합된 모듈의 warpage
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▣ LAB 및 기능성 소재를 적용한 기술의 사업성
v  예상 응용 제품 및 서비스

ü 디지털 사이니지용 디스플레이 패키지

v  사업성
ü LAB 및 기능성 소재를 통한 사이니지용 디스플레이 패키지 양산시 특

히 미니 LED와 PD IC로 구성된 디스플레이 패키지를 개발할 경우 시
장 과점이 가능함.

v  기술이전 업체 조건
ü LAB 장비 도입 
ü 복수개의 기능성 소재 양산 업체 확보 필요

v  사업화시 제약 조건
ü PD IC를 확보해야 함.
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▣  목표 제품: 디지털 사이니지

v  시장 동향

글로벌 시장 국내 시장
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